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随着电子系统尺寸的不断缩小，系统设计人员正不断寻

找更小的电子元件。设计人员需要使用更小的元件来逐
代减小系统外形尺寸，同时不必牺牲系统的耐用性和坚

固性。系统设计人员在实施系统电子电路时面临的设计
挑战之一是如何选择兼具小尺寸和板级稳定性优点的集
成电路 (IC) 封装选项。

过去，设计人员可以选择 TSSOP 或 SOT 等较大的引

线式封装，这些封装由于引线而具有出色的板级稳定

性，或者也可以选择 QFN 或 BGA 封装，这些封装的

实现尺寸要小得多，但与引线式封装解决方案相比，其

板级稳定性可能不如引线式封装解决方案那么强大。此
外，在制造流程中依赖光学电路检查的电子制造商可能

无法轻松地将 QFN 或 BGA 封装技术整合到其制造工

艺中。

是要引线式封装提供的稳定性和制造简易性，还是要 

BGA 或 QFN 封装提供的更小尺寸，系统设计人员通

常左右为难。新的封装技术还在开发中，有望帮助系统

设计人员实现更小、更坚固的系统设计。

系统设计人员目前可以利用的一种解决方案是 TI 新推

出的 SOT-23-THN 小型引线式封装技术。新的 

SOT-23-THN 封装可提供 5 引脚 (DDC)、8 引脚 

(DDF)、14 引脚 (DYY) 和 16 引脚 (DYY) 的引脚数。

新的 SOT-23-THN 封装现已可用于多种器件，包括各

种逻辑功能器件。例如，新的 DYY SOT-23-THN 封装

提供了超小型的 14 引脚和 16 引脚引线式封装解决方

案。DYY 封装比设计人员可能熟悉的常见 TSSOP 封
装小得多（请参阅图 1）。新的 DYY、DDF 和 DDC 
封装使设计人员能够实现符合以下需求的解决方案：占

用的布板空间与某些基于 QFN 封装的器件相同或更

小，但是功能相同，同时保持 0.5mm 引脚间距以满足

信号路由管理需求。

SOT-23-THN 封装为设计人员提供了一种 QFN 替代方

案，适用于空间受限的设计，并具有光学检查、更容易

调试以及引线式封装的机械可靠性等额外优势。如果系
统设计人员希望在将来缩小新设计的尺寸，则可以利用 

SOT-23-THN 封装，因为它支持与更传统的外形封装

一起进行双封装布局。例如，DYY 封装可以装入到传

统的 TSSOP 封装中，并且可以使用传统的 PCB 设计

规则进行双路布线。

请参阅图 2 了解双封装布局的示例。此外，使用新的 

SOT-23-THN 封装，系统设计人员能够解决缩小外形

尺寸、板级可靠性、光学电路检查和成本竞争力等互连
系统设计难题。更多有关新型 SOT-23-THN 封装技术

可实现的逻辑解决方案的信息，请访问 TI 的逻辑和电

压转换。

图 1. DYY 与其他常见封装类型的尺寸比较

图 2. DYY 与 TSSOP 封装的双封装布局
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